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(57) Abstract: An optoelectronic arrangement comprises a first printed circuit board and a second printed circuit board. An
optoelectronic semiconductor chip is arranged on the first printed circuit board. A first electrical contact surface and a second
electrical contact surface are formed on a surface of the first printed circuit board. A first opposing contact surface and a second
opposing contact surface are formed on a surface of the second printed circuit board. The first printed circuit board and the second
printed circuit board are provided for connection to one another such that the surface of the first printed circuit board faces the
surface of the second printed circuit board, the first opposing contact surface is electrically conductively connected to the first
contact surtace, and the second opposing contact surface is electrically conductively connected to the second contact surface.

(57) Zusammenfassung: Fine optoelektronische Anordnung
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umfasst eine erste Leiterplatte und eine zweite Leiterplatte. Auf der ersten Leiterplatte ist ein optoelektronischer Halbleiterchip
angeordnet. An einer Oberflédche der ersten Leiterplatte sind eine erste elektrische Kontaktfliche und eine zweite elektrische
Kontaktfliche ausgebildet. An einer Obertlache der zweiten Leiterplatte sind eine erste Gegenkontaktfliche und eine zweite
Gegenkontaktfldche ausgebildet. Die erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte sind dazu vorgeschen, so miteinander
verbunden zu werden, dass die Oberflache der ersten Leiterplatte der Oberfldche der zweiten Leiterplatte zugewandt, die erste
Gegenkontaktfldche elektrisch leitend mit der ersten Kontaktflache und die zweite Gegenkontaktfliache elektrisch leitend mit der
zweiten Kontaktfliche verbunden ist.
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Beschreibung

Optoelektronische Anordnung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optoelektronische An-

ordnung gemall Patentanspruch 1.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2013 211 640.3, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Optoelektronische Anordnungen, die einen auf einer Leiter-
platte angeordneten optoelektronischen Halbleiterchip aufwei-
sen, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Bei dem optoe-
lektronischen Halbleiterchip kann es sich beispielsweise um
einen Leuchtdiodenchip (LED-Chip) handeln. Zur elektrischen
Kontaktierung solcher optoelektronischer Anordnungen koénnen
elektrische Leiter direkt an auf der Leiterplatte angeordnete
Lotkontakte angeldtet werden. Alternativ kann die Leiterplat-
te mit einem elektrischen Verbinder versehen werden, bei-

spielsweise einem Steckverbinder in SMD-Bauweise.

Der elektrische Verbinder kann dabei zeitlich vor oder nach
dem optoelektronischen Halbleiterchip auf der Leiterplatte
angeordnet werden. Wird der elektrische Verbinder vor dem op-
toelektronischen Halbleiterchip auf der Leiterplatte angeord-
net, so kann dieser bei nachfolgenden Prozessschritten sto-
ren. Wird der elektrische Verbinder nach dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip auf der Leiterplatte angeordnet, so muss
dies am zu diesem Zeitpunkt bereits vereinzelten BRauteil er-

folgen, was mit einem hohen Aufwand verbunden ist.

Es ist bekannt, optoelektronische Anordnungen fiir verschiede-
ne Anwendungen mit unterschiedlichen elektrischen Verbindern
zu versehen. Dabei kdnnen mit unterschiedlichen Verbindern
versehene optoelektronische Anordnungen im Ubrigen gleich
ausgebildet sein. Die Notwendigkeit, ansonsten gleiche optoe-

lektronische Anordnungen mit unterschiedlichen elektrischen
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Verbindern auszustatten, erhdoht die zur Herstellung der op-

toelektronischen Anordnungen erforderlichen Kosten.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine
optoelektronische Anordnung bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch eine optoelektronische Anordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 geldst. In den abhangigen Ansprichen sind

verschiedene Weiterbildungen angegeben.

Eine optoelektronische Anordnung umfasst eine erste Leiter-
platte und eine zweite Leiterplatte. Dabei ist auf der ersten
Leiterplatte ein optoelektronischer Halbleiterchip angeord-
net. An einer QOberfldche der ersten Leiterplatte sind eine
erste elektrische Kontaktflache und eine zweite elektrische
Kontaktfladche ausgebildet. An einer Oberflache der zweiten
Leiterplatte sind eine erste Gegenkontaktfldche und eine
zweite Gegenkontaktfliche ausgebildet. Die erste Leiterplatte
und die zweite Leiterplatte sind dazu vorgesehen, so mitein-
ander verbunden zu werden, dass die Oberfldche der ersten
Leiterplatte der Oberfldche der zweiten Leiterplatte zuge-
wandt, die erste Gegenkontaktfldche elektrisch leitend mit
der ersten Kontaktfldche und die zweite Gegenkontaktflidche
elektrisch leitend mit der zweiten Kontaktflache verbunden
ist. Der auf der ersten Leiterplatte der optoelektronischen
Anordnung angeordnete optoelektronische Halbleiterchip kann
dabei beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein.
Die zweite Leiterplatte dieser optoelektronischen Anordnung
kann vorteilhafterweise zur elektrischen Kontaktierung der
ersten Leiterplatte mit dem darauf angeordneten optoelektro-
nischen Halbleiterchip dienen. Hierzu kénnen die erste Lei-
terplatte und die zweite Leiterplatte der optoelektronischen
Anordnung derart miteinander verbunden werden, dass zwischen
den Kontaktflachen der ersten Leiterplatte und den Gegenkon-
taktfldchen der zweiten Leiterplatte elektrisch leitende Kon-
takte bestehen. Vorteilhafterweise kann die erste Leiterplat-
te der optoelektronischen Anordnung eine Kernkomponente bil-
den, die mit unterschiedlich ausgebildeten zweiten Leiter-

platten kombiniert werden kann. Dies ermdglicht es, die erste
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Leiterplatte mit unterschiedlichen elektrischen Schnittstel-
len zu versehen. Dadurch kann die optoelektronische Anordnung
vorteilhafterweise fiir unterschiedliche Anwendungszwecke ge-
nutzt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die
erste Leiterplatte der optoelektronischen Anordnung nicht mit
einem elektrischen Verbinder versehen werden muss, wodurch
dieser nicht bei der Herstellung der ersten Leiterplatte std-
ren kann. Dadurch vereinfacht sich vorteilhafterweise die

Herstellung der ersten Leiterplatte.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung
weist die zweite Leiterplatte einen elektrischen Verbinder
auf. Dabei ist ein elektrisches Anschlusselement des elektri-
schen Verbinders elektrisch leitend mit der ersten Gegenkon-
taktfldche verbunden. Vorteilhafterweise kann der elektrische
Verbinder der zweiten Leiterplatte zur elektrischen Kontak-
tierung der optoelektronischen Anordnung dienen. Sind die
erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte der optoe-
lektronischen Anordnung miteinander verbunden, so besteht
Uber die erste Gegenkontaktflidche der zweiten Leiterplatte
und die erste Kontaktfldche der ersten Leiterplatte eine
elektrisch leitende Verbindung zwischen dem elektrischen An-
schlusselement des elektrischen Verbinders und dem optoe-

lektronischen Halbleiterchip.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
der elektrische Verbinder als Steckverbinder, als Schneid-
klemme, als Schraubkontakt oder als Lotpfosten ausgebildet.
Vorteilhafterweise kann der elektrische Verbinder der zweiten
Leiterplatte der optoelektronischen Anordnung dadurch fir ei-

nen konkreten Anwendungszweck optimiert sein.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung
weist die zweite Leiterplatte eine erste Lotkontaktfliche
auf, die elektrisch leitend mit der ersten Gegenkontaktflache
verbunden ist. Dabei weist die zweite Leiterplatte aulerdem
eine zweite Lotkontaktfldche auf, die elektrisch leitend mit

der zweiten Gegenkontaktfldche verbunden ist. Die erste LOt-
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kontaktfldche und die zweite Lotkontaktflache der zweiten
Leiterplatte kénnen dabei zur elektrischen Kontaktierung der
optoelektronischen Anordnung dienen. Beigpielsweise kodnnen
elektrische Leiter an die erste Lotkontaktflache und an die
zweite Lotkontaktfldche der zweiten Leiterplatte der optoe-
lektronischen Anordnung angeldtet werden. Dadurch ist kein
elektrischer Verbinder zur elektrischen Kontaktierung der op-
toelektronischen Anordnung erforderlich. Dies bietet den Vor-
teil, dass die optoelektronische Anordnung besonders kompakt

und kostenglinstig ausgebildet sein kann.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung
sind die erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte dazu
vorgesehen, mittels eines federnd nachgiebigen Befestigungs-
mittels miteinander verbunden zu werden. Vorteilhafterweise
kann durch das federnd nachgiebige Befestigungsmittel eine
zuverlassige elektrische Verbindung zwischen der ersten Ge-
genkontaktflache der zweiten Leiterplatte und der ersten Kon-
taktfldche der ersten Leiterplatte sowie zwischen der zweiten
Gegenkontaktfldache der zweiten Leiterplatte und der zweiten
Kontaktfladche der ersten Leiterplatte sichergestellt werden.
Das federnd nachgiebige Befestigungsmittel kann dabei wvor-
teilhafterweise thermische Ausdehnungen der ersten Leiter-
platte und der zweiten Leiterplatte der optoelektronischen
Anordnung ausgleichen. Dadurch werden vorteilhafterweise zu-
verlassige elektrische Verbindungen zwischen den Gegenkon-
taktfldchen der zweiten Leiterplatte und den Kontaktfliachen
der ersten Leiterplatte lber eine Mehrzahl von Erwarmungs-

und Abkiihlungszyklen hinweg sichergestellt.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung

sind die erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte dazu
vorgesehen, mittels einer Schraubverbindung miteinander ver-
bunden zu werden. Vorteilhafterweise bietet eine Schraubver-
bindung eine einfach und kostenglinstig herstellbare Moglich-
keit, die erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte der
optoelektronischen Anordnung dauerhaft zuverlidssig miteinan-

der zu verbinden. Die Schraubverbindung kann dabei eine oder
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mehrere Schrauben umfassen. Die Schrauben der Schraubverbin-
dung koénnen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf-
weisen, der an thermische Ausdehnungskoeffizienten der ersten
Leiterplatte und der zweiten Leiterplatte angepasst ist, um
eine zuverlassige Verbindung zwischen der ersten Leiterplatte
und der zweiten Leiterplatte, insbesondere eine zuverldssige
elektrische Verbindung zwischen den Gegenkontaktfladchen der
zwelten Leiterplatte und den Kontaktfldchen der ersten Lei-
terplatte, auch bei Erwarmung oder Abkihlung der Leiterplat-

ten der optoelektronischen Anordnung sicherzustellen.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung
sind die erste Leiterplatte und die zweite Leiterplatte dazu
vorgesehen, mittels einer Klemmverbindung miteinander verbun-
den zu werden. Vorteilhafterweise stellt eine Klemmverbindung
eine einfach zu montierende und kostengiinstig herstellbare
Mbglichkeit dar, die erste Leiterplatte und die zweite Lei-
terplatte der optoelektronischen Anordnung miteinander zu
verbinden. Die Klemmverbindung kann dabei vorteilhafterweise

federnd nachgiebig ausgebildet sein.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung
wird die erste elektrische Gegenkontaktflidche gegen die erste
elektrische Kontaktfldache gedriickt und die zweite elektrische
Gegenkontaktfldche gegen die zweite elektrische Kontaktflache
gedriickt, wenn die zweite Leiterplatte und die erste Leiter-
platte miteinander verbunden sind. Vorteilhafterweise besteht
dadurch eine unmittelbare elektrisch leitende Verbindung zwi-
schen der ersten Gegenkontaktfldche und der ersten Kontakt-
fldche sowie zwischen der zweiten Gegenkontaktfldche und der
zweiten Kontaktfldche. Vorteilhafterweise kann die optoe-
lektronische Anordnung dadurch eine besonders geringe Bauhdhe

besitzen.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung um-
fasst diese ein elektrisch leitendes Element, das dazu vorge-
sehen ist, zwischen der ersten Gegenkontaktfldche und der

ersten Kontaktfldche und/oder zwischen der zweiten Gegenkon-
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taktfldche und der zweiten Kontaktfladche angeordnet zu sein,
wenn die zweite Leiterplatte und die erste Leiterplatte mit-
einander verbunden sind. Vorteilhafterweise kann das elekt-
risch leitende Element durch unterschiedlich starke thermi-
sche Ausdehnungen bewirkte Langendnderungen der ersten Lei-
terplatte und der zweiten Leiterplatte der optoelektronischen
Anordnung ausgleichen. Dadurch werden auch bei Erwdrmung und
Abkihlung der Leiterplatten der optoelektronischen Anordnung
zuverlassige elektrische Verbindungen zwischen den Gegenkon-
taktfldchen der zweiten Leiterplatte und den Kontaktfliachen
der ersten Leiterplatte der optoelektronischen Anordnung si-

chergestellt.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung
welisen die erste Kontaktflache, die zweite Kontaktfladche, die
erste Gegenkontaktfldche und/oder die zweite Gegenkontaktfla-
che ein duktiles Material auf. Vorteilhafterweise kann das
duktile Material eventuelle HOhenunterschiede der ersten Kon-
taktfldche, der zweiten Kontaktflache, der ersten Gegenkon-
taktfldche und/oder der zweiten Gegenkontaktfldche ausglei-
chen. Dadurch sind vorteilhafterweise auch bei Vorhandensein
solcher eventueller HOhenunterschiede zuverladssige elektri-
sche Kontakte zwischen den Gegenkontaktflidchen der zweiten
Leiterplatte und den Kontaktfldchen der ersten Leiterplatte

der optoelektronischen Anordnung sichergestellt.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung
weist die erste Leiterplatte einen zwischen der ersten Kon-
taktfldche und der zweiten Kontaktfldche angeordneten Schlitz
auf. Alternativ oder zusédtzlich weist die zweite Leiterplatte
einen zwischen der ersten Gegenkontaktfldche und der zweiten
Gegenkontaktfldche angeordneten Schlitz auf. Vorteilhafter-
weise kdénnen die in der ersten Leiterplatte und/oder der
zwelten Leiterplatte angeordneten Schlitze durch thermische
Ausdehnungen der ersten Leiterplatte und der zweiten Leiter-
platte bewirkte Langendanderungen der ersten Leiterplatte und
der zweiten Leiterplatte ausgleichen, wodurch auch bei Erwar-

mung und Abkitthlung der Leiterplatten der optoelektronischen
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Anordnung zuverlassige elektrische Verbindungen zwischen den
Gegenkontaktfldchen der zweiten Leiterplatte und den Kontakt-
fladchen der ersten Leiterplatte der optoelektronischen Anord-

nung gewadhrleistet werden.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung
weist die erste Leiterplatte eine dritte elektrische Kontakt-
flache auf. Dabei weist die zweite Leiterplatte eine dritte
elektrische Gegenkontaktfldche auf. Die erste Leiterplatte
und die zweite Leiterplatte sind dazu vorgesehen, so mitein-
ander verbunden zu werden, dass die dritte Gegenkontaktflache
elektrisch leitend mit der dritten Kontaktflache verbunden
ist. Vorteilhafterweise kann iUber die dritte elektrische Kon-
taktfldche und die dritte elektrische Gegenkontaktfldche ein
dritter elektrischer Anschluss der optoelektronischen Anord-

nung bereitgestellt werden.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
die erste Leiterplatte als Metallkern-Leiterplatte ausgebil-
det. Vorteilhafterweise weist die erste Leiterplatte der op-
toelektronischen Anordnung dadurch eine hohe thermische Leit-
fahigkeit auf. Dies ermdglicht es der ersten Leiterplatte der
optoelektronischen Anordnung, durch den optoelektronischen
Halbleiterchip produzierte Abwarme wirksam abzufithren. Da-
durch wird eine Uberhitzung des optoelektronischen Halblei-

terchips verhindert.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
die zweite Leiterplatte als FR4-Leiterplatte ausgebildet.
Vorteilhafterweise kann die zweite Leiterplatte dadurch ein-

fach und kostenglinstig hergestellt werden.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
auf der ersten Leiterplatte ein weiteres Element angeordnet.
Das weitere Element ist dabei als Thermoelement, als NTC-
Widerstand, als Element zur Helligkeitsmessung, als Kodier-
element oder als weiterer optoelektronischer Halbleiterchip

ausgebildet. Ein weiterer optoelektronischer Halbleiterchip
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kann dabei vorteilhafterweise zur Erhdohung der optischen Aus-
gangsleistung der optoelektronischen Anordnung dienen. Ein
Kodierelement kann vorteilhafterweise dazu dienen, einen Far-
bort, eine Helligkeit, eine spektrale Verteilung oder einen
Temperaturgang des optoelektronischen Halbleiterchips der op-
toelektronischen Anordnung zu kodieren. Ein Element zur Hel-
ligkeitsmessung kann zur Messung einer Helligkeit einer durch
den optoelektronischen Halbleiterchip emittierten elektromag-
netischen Strahlung dienen. Ein NTC-Widerstand kann zur Be-
stimmung einer Temperatur am Ort der ersten Leiterplatte der
optoelektronischen Anordnung dienen. Auch ein Thermoelement

kann zur Bestimmung einer Temperatur dienen.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
die dritte elektrische Kontaktflache elektrisch leitend mit
dem weiteren Element verbunden. Vorteilhafterweise kann das
weitere Element der ersten Leiterplatte der optoelektroni-
schen Anordnung dann iber die dritte elektrische Kontaktfla-
che und die dritte elektrische Gegenkontaktflache elektrisch

kontaktiert werden.

In einer Ausfiihrungsform der optoelektronischen Anordnung
sind die erste elektrische Kontaktflache und die zweite e-
lektrische Kontaktflidche elektrisch leitend mit dem optoe-
lektronischen Halbleiterchip verbunden. Der optoelektronische
Halbleiterchip der optoelektronischen Anordnung kann dadurch
vorteilhafterweise Uber die erste elektrische Kontaktflache
und die zweite elektrische Kontaktflache sowie die erste e-
lektrische Gegenkontaktfldche und die zweite elektrische Ge-

genkontaktflache von aulen elektrisch kontaktiert werden.

In einer Ausfihrungsform der optoelektronischen Anordnung ist
auf der zweiten Leiterplatte ein weiteres Element angeordnet,
das als Ansteuerungselektronik zum Ansteuern des optoelektro-
nischen Halbleiterchips, als Schutzschaltung zum Schutz des
optoelektronischen Halbleiterchips, als Uberwachungsschaltung
zur elektrischen oder thermischen Uberwachung des optoe-

lektronischen Halbleiterchips, als Monitorschaltung zum Auf-
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zeichnen einer Historie des optoelektronischen Halbleiter-

chips und/oder als Kodierelement ausgebildet ist. Das Kodier-
element kann dabei beispielsweise einen Farbort, eine Hellig-
keit, eine spektrale Verteilung oder einen Temperaturgang des
optoelektronischen Halbleiterchips der optoelektronischen An-

ordnung kodieren.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung:

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine erste Komponenten-Leiterplatte

einer ersten optoelektronischen Anordnung;

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine erste Anschluss-Leiterplatte

der ersten optoelektronischen Anordnung;

Fig. 3 eine Aufsicht auf die erste optoelektronische Anord-
nung mit der ersten Komponenten-Leiterplatte und der ersten

Anschluss-Leiterplatte;

Fig. 4 eine Seitenansicht der ersten optoelektronischen An-
ordnung mit der ersten Komponenten-Leiterplatte und der ers-

ten Anschluss-Leiterplatte;

Fig. 5 eine Aufsicht auf eine zweite Anschluss-Leiterplatte

einer zweiten optoelektronischen Anordnung;

Fig. 6 eine Aufsicht auf die zweite optoelektronische Anord-
nung mit der ersten Komponenten-Leiterplatte und der zweiten

Anschluss-Leiterplatte;
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Fig. 7 eine Seitenansicht der zweiten optoelektronischen An-
ordnung mit der ersten Komponenten-Leiterplatte und der zwei-

ten Anschluss-Leiterplatte;

Fig. 8 eine Aufsicht auf eine zweite Komponenten-Leiterplatte

einer dritten optoelektronischen Anordnung;

Fig. 9 eine Aufsicht auf eine dritte Anschluss-Leiterplatte

der dritten optoelektronischen Anordnung;

Fig. 10 eine Seitenansicht einer vierten optoelektronischen

Anordnung mit einem zweiten Befestigungsmittel;

Fig. 11 eine Seitenansicht einer finften optoelektronischen

Anordnung mit einem dritten Befestigungsmittel;

Fig. 12 eine Seitenansicht einer sechsten optoelektronischen

Anordnung mit einem vierten Befestigungsmittel; und

Fig. 13 eine Aufsicht auf eine vierte Anschluss-Leiterplatte

einer siebten optoelektronischen Anordnung.

Figuren 1 bis 4 zeigen Komponenten einer ersten optoelektro-
nischen Anordnung 10. Die erste optoelektronische Anordnung

10 kann beispielsweise eine Leuchtdioden-Anordnung sein.

Fig. 1 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine erste Kompo-
nenten-Leiterplatte 100 der ersten optoelektronischen Anord-
nung 10. Die erste Komponenten-Leiterplatte 100 kann auch als
Platine oder als PCB (Printed Circuit Board) bezeichnet wer-
den. Die erste Komponenten-Leiterplatte 100 kann beispiels-

weise als Metallkern-Leiterplatte mit einer in ihrem Inneren
angeordneten Metallisierung ausgebildet sein. In diesem Fall
weist die erste Komponenten-Leiterplatte 100 vorteilhafter-

weise eine hohe thermische Leitfahigkeit auf.

An einer Oberflache 101 der ersten Komponenten-Leiterplatte

100 sind eine erste elektrische Kontaktfldche 110 und eine
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zweite elektrische Kontaktfldche 120 ausgebildet. Die erste
elektrische Kontaktfldche 110 und die zweite elektrische Kon-
taktfldche 120 sind jeweils als flachige Metallisierungen
ausgebildet. Die erste elektrische Kontaktfldche 110 kann
beispielsweise durch eine an der Oberfldche 101 der ersten
Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnete Metallisierung ge-
bildet sein. Die erste elektrische Kontaktfldche 110 ist dann
gegen einen eventuellen Metallkern der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 elektrisch isoliert. Die zweite elektrische
Kontaktfldche 120 kann ebenfalls durch eine an der Oberflache
101 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnete Me-
tallisierung gebildet sein. In diesem Fall ist auch die zwei-
te elektrische Kontaktflache 120 elektrisch gegen einen even-
tuellen Metallkern der ersten Komponenten-Leiterplatte 100
isoliert. Die zweite elektrische Kontaktfldche 120 kann aber
auch durch einen freigelegten Abschnitt eines Metallkerns der
ersten Komponenten-Leiterplatte 100 gebildet sein, wenn diese
als Metallkern-Leiterplatte ausgebildet ist. In diesem Fall
ist die zweite elektrische Kontaktflache 120 der ersten Kom-
ponenten-Leiterplatte 100 elektrisch leitend mit dem Metall-

kern der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 verbunden.

Im in Fig. 1 dargestellten Beispiel der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 sind die erste elektrische Kontaktfliche 110
und die zweite elektrische Kontaktflache 120 beide nahe der-
selben AuBenkante der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 an-
geordnet. Die erste elektrische Kontaktfldche 110 ist in ei-
nem ersten Eckbereich der rechteckig ausgebildeten ersten
Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnet. Die zweite elektri-
sche Kontaktfldche 120 ist in einem zweiten Eckbereich der

ersten Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnet.

An der Oberfldche 101 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100
ist ein optoelektronischer Halbleiterchip 130 angeordnet. Der
optoelektronische Halbleiterchip 130 ist dazu ausgebildet,
elektromagnetische Strahlung zu emittieren, beispielsweise
sichtbares Licht. Der optoelektronische Halbleiterchip 130

kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein. Der
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optoelektronische Halbleiterchip 130 kann aber auch ein La-
serchip oder ein anderer optoelektronischer Halbleiterchip

sein.

Der optoelektronische Halbleiterchip 130 ist elektrisch lei-
tend mit der ersten elektrischen Kontaktfldche 110 und mit
der zweiten elektrischen Kontaktfldche 120 verbunden. Dies
ermdglicht es, zwischen der ersten elektrischen Kontaktflache
110 und der zweiten elektrischen Kontaktflache 120 eine
elektrische Spannung an den optoelektronischen Halbleiterchip
130 anzulegen, um den optoelektronischen Halbleiterchip 130
zu betreiben. Die elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
optoelektronischen Halbleiterchip 130 und der ersten elektri-
schen Kontaktfldche 110 kann beigpielsweise einen Bonddraht
umfassen. Die elektrisch leitende Verbindung zwischen dem op-
toelektronischen Halbleiterchip 130 und der zweiten elektri-
schen Kontaktfldache 120 kann beispielsweise iUber eine an ei-
ner Unterseite des optoelektronischen Halbleiterchips 130 be-
stehende elektrisch leitende Verbindung zwischen dem optoe-
lektronischen Halbleiterchip 130 und einem Metallkern der
ersten Komponenten-Leiterplatte 100 gebildet sein, falls die
erste Komponenten-Leiterplatte 100 als Metallkern-
Leiterplatte ausgebildet ist. Der optoelektronische Halblei-
terchip 130 kann aber auch iliber einen Bonddraht oder eine an-
dere elektrisch leitende Verbindung mit der zweiten elektri-

schen Kontaktfldche 120 verbunden sein.

Die erste Komponenten-Leiterplatte 100 weist eine erste RBoh-
rung 140 und eine zweite Bohrung 150 auf. Die erste RBRohrung
140 und die zweite Bohrung 150 bilden senkrecht zur Oberfla-
che 101 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 orientierte
Durchgangsdffnungen, die sich durch die erste Komponenten-
Leiterplatte 100 erstrecken. Die erste Bohrung 140 ist im in
Fig. 1 gezeigten Beispiel der ersten Komponenten-Leiterplatte
100 im ersten Eckbereich der ersten Komponenten-Leiterplatte
100 angeordnet und durchstoRt die erste elektrische Kontakt-
flédche 110. Die zweite Bohrung 150 ist im zweiten Eckbereich

der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnet und durch-
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stoBt die zweite elektrische Kontaktflache 120. Es ware Jje-
doch auch méglich, die erste Bohrung 140 und die zweite Boh-
rung 150 an anderen Positionen der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 anzuordnen. Die erste Komponenten-
Leiterplatte 100 konnte auch lediglich die erste Bohrung 140

oder mehr als zwei Bohrungen 140, 150 aufweisen.

Fig. 2 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine erste An-
schluss-Leiterplatte 200 der ersten optoelektronischen Anord-
nung 10. Die erste Anschluss-Leiterplatte 200 kann auch als
Platine oder als PCB bezeichnet werden. Die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 kann ein gewdhnliches und kostengiinstiges
Leiterplattensubstrat aufweisen, beispielsweise ein FR4-
Substrat.

An einer Oberfliache 201 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
sind eine erste Gegenkontaktflache 210 und eine zweite Gegen-
kontaktflache 220 ausgebildet. Die erste Gegenkontaktfliche
210 und die zweite Gegenkontaktflache 220 sind jeweils durch
flédchige Metallisierungen gebildet. Im in Fig. 2 gezeigten
Beispiel der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 sind die erste
Gegenkontaktflache 210 und die zweite Gegenkontaktflache 220
nahe einer gemeinsamen Aullenkante der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 angeordnet. Die erste Gegenkontaktfliche 210
ist dabei in einem ersten Eckbereich der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 angeordnet. Die zweite Gegenkontaktflidche
220 ist in einem zweiten Eckbereich der ersten Anschluss-

Leiterplatte 200 angeordnet.

An der Oberfldche 201 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
ist ein elektrischer Verbinder 230 angeordnet. Der elektri-
sche Verbinder 230 ist dazu vorgesehen, elektrisch leitende
Verbindungen zur ersten Gegenkontaktfldche 210 und zur zwei-
ten Gegenkontaktflache 220 der ersten Anschluss-Leiterplatte
200 bereitzustellen. Hierzu sind erste elektrische Anschluss-
elemente 231 des elektrischen Verbinders 230 elektrisch lei-
tend mit der ersten Gegenkontaktfldche 210 verbunden. Zweite

elektrische Anschlusselemente 232 des elektrischen Verbinders
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230 sind elektrisch leitend mit der zweiten Gegenkontaktfla-
che 220 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 verbunden. Die
ersten elektrischen Anschlusselemente 231 und die zweiten e-
lektrischen Anschlusselemente 232 des elektrischen Verbinders
230 konnen beigpielsweise lUber Lotverbindungen mit den Gegen-
kontaktflachen 210, 220 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200

verbunden sein.

An einer Verbindungsseite 233 des elektrischen Verbinders 230
stellt der elektrische Verbinder 230 elektrisch leitende Ver-
bindungen zu den ersten elektrischen Anschlusselementen 231
und den zweiten elektrischen Anschlusselementen 232 und somit
auch zur ersten Gegenkontaktflache 210 und zur zweiten Gegen-
kontaktflache 220 bereit. Im in Fig. 2 gezeigten Beigspiel der
ersten Anschluss-Leiterplatte 200 ist der elektrische Verbin-
der 230 als Steckverbinder ausgebildet. Die Verbindungsseite
233 des elektrischen Verbinders 230 wird durch eine Stecksei-
te des als Steckverbinder ausgebildeten elektrischen Verbin-
ders 230 gebildet, die dazu vorgesehen ist, mit einem passen-
den Steckverbinder-Gegenstiick zusammengesteckt zu werden, um
elektrisch leitende Verbindungen zwischen den elektrischen
Anschlusselementen 231, 232 des elektrischen Verbinders 230
und entsprechenden Anschlusselementen des Steckverbinder-

Gegenstiicks herzustellen.

Im in Fig. 2 gezeigten Reispiel der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 ist nur ein elektrischer Verbinder 230 vor-
gesehen, der elektrisch leitende Verbindungen sowohl zur ers-
ten Gegenkontaktflache 210 als auch zur zweiten Gegenkontakt-
fladche 220 bereitstellt. Es ware jedoch auch mdglich, zwei
getrennte elektrische Verbinder zur Kontaktierung der ersten
Gegenkontaktfldache 210 und der zweiten Gegenkontaktflache 220
vorzusehen. Der elektrische Verbinder 230 oder die mehreren
elektrischen Verbinder kénnen auBer als Steckverbinder bei-
spielsweise auch als Schneidklemmen (Reibschneidkontakte),
als Schraubkontakte (Listerklemmen) oder als Lotpfosten (Sol-

derpins) ausgebildet sein.
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Die erste Anschluss-Leiterplatte 200 weist eine erste Bohrung
240 und eine zweite Bohrung 250 auf. Die erste Bohrung 240
und die zweite Bohrung 250 erstrecken sich als senkrecht zur
Oberflache 201 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 orien-
tierte Durchbriiche jeweils durch die erste Anschluss-
Leiterplatte 200. Die erste Bohrung 240 ist dabei im ersten
Eckbereich der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 angeordnet
und durchbricht die erste Gegenkontaktfldche 210. Die zweite
Bohrung 250 ist im zweiten Eckbereich der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 angeordnet und durchbricht die zweite Gegen-
kontaktflache 220. Die Durchmesser der ersten Bohrung 240 und
der zweiten Bohrung 250 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
entsprechen bevorzugt etwa den Durchmessern der ersten BRoh-
rung 140 und der zweiten Bohrung 150 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100. Der Abstand zwischen den Bohrungen 240, 250
der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 entspricht etwa dem Ab-
stand zwischen der ersten Bohrung 140 und der zweiten Bohrung

150 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100.

Die erste Komponenten-Leiterplatte 100 der ersten optoe-
lektronischen Anordnung 10 und die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 der ersten optoelektronischen Anordnung 10
sind dazu vorgesehen, so miteinander verbunden zu werden,
dass die Oberfldche 101 der ersten Komponenten-Leiterplatte
100 der Oberfldche 201 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
zugewandt ist, die erste Gegenkontaktfldche 210 der ersten
Anschluss-Leiterplatte 200 elektrisch leitend mit der ersten
Kontaktflache 110 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100
verbunden ist und die zweite Gegenkontaktfldche 220 der ers-
ten Anschluss-Leiterplatte 200 elektrisch leitend mit der
zweiten elektrischen Kontaktfldche 120 der ersten Komponen-
ten-Leiterplatte 100 verbunden ist. Fig. 3 zeigt eine schema-
tische Aufsicht auf die miteinander verbundenen Leiterplatten
100, 200 der ersten optoelektronischen Anordnung 10. Fig. 4
zeigt eine schematische Seitenansicht der miteinander verbun-
denen Leiterplatten 100, 200 der ersten optoelektronischen

Anordnung 10.
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Die erste Komponenten-Leiterplatte 100 und die erste An-
schluss-Leiterplatte 200 der ersten optoelektronischen Anord-
nung 10 sind mit einem ersten Befestigungsmittel 300 mitein-
ander verbunden. Das erste Befestigungsmittel 300 ist als
Schraubverbindung ausgebildet und umfasst im in Figuren 3 und
4 gezeigten Beispiel eine erste Schraube 310 und eine zweite
Schraube 320. Eine andere Anzahl von Schrauben ware jedoch
ebenfalls moéglich. Die erste Schraube 310 erstreckt sich
durch die erste Bohrung 140 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 und die erste Bohrung 240 der ersten An-
schluss-Leiterplatte 200. Die zweite Schraube 320 erstreckt
sich durch die zweite Bohrung 150 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 und die zweite Bohrung 250 der ersten An-
schluss-Leiterplatte 200. Die erste Schraube 310 und die
zweite Schraube 320 des ersten Befestigungsmittels 300 kdnnen
jeweils mit einer Mutter gesichert sein, was in Figuren 3 und

4 jedoch nicht dargestellt ist.

Die erste Gegenkontaktflache 210 der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 ist im in Figuren 3 und 4 gezeigten verbun-
denen Zustand von erster Anschluss-Leiterplatte 200 und ers-
ter Komponenten-Leiterplatte 100 elektrisch leitend mit der
ersten elektrischen Kontaktfldache 110 verbunden. Dadurch be-
steht eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem elekt-
rischen Verbinder 230 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
und dem optoelektronischen Halbleiterchip 130 der ersten Kom-
ponenten-Leiterplatte 100. Die zweite Gegenkontaktfliche 220
der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 wird derart gegen die
zweite elektrische Kontaktfldche 120 gedriickt, dass eine e-
lektrisch leitende Verbindung zwischen der zweiten Gegenkon-
taktfldche 220 und der zweiten elektrischen Kontaktflache 120
besteht. Dadurch besteht auch eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen dem elektrischen Verbinder 230 der ersten
Anschluss-Leiterplatte 200 und dem optoelektronischen Halb-
leiterchip 130 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100.

Die erste elektrische Kontaktflidche 110 der ersten Komponen-

ten-Leiterplatte 100, die zweite elektrische Kontaktflache
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120 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100, die erste Gegen-
kontaktfladche 210 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
und/oder die zweite Gegenkontaktfldche 220 der ersten An-
schluss-Leiterplatte 200 kdonnen ein duktiles Material aufwei-
sen, das sich beim Zusammenpressen der Gegenkontaktfldchen
210, 220 und der elektrischen Kontaktfldchen 110, 120 ver-
formt, um mdgliche Hohendifferenzen auszugleichen. Das dukti-

le Material kann beispielsweise ein Zinnlot umfassen.

Figuren 5 bis 7 zeigen Komponenten einer zweiten optoelektro-
nischen Anordnung 20. Die zweite optoelektronische Anordnung
20 weist Ubereinstimmungen mit der ersten optoelektronischen
Anordnung 10 der Figuren 1 bis 4 auf. Komponenten der zweiten
optoelektronischen Anordnung 20, die bei der ersten optoe-
lektronischen Anordnung 10 vorhandenen Komponenten entspre-
chen, sind in Figuren 5 bis 7 mit denselben Bezugszeichen
versehen wie in Figuren 1 bis 4 und werden nachfolgend nicht
erneut detailliert beschrieben. Es werden lediglich die Un-
terschiede zwischen der zweiten optoelektronischen Anordnung

20 und der ersten optoelektronischen Anordnung 10 erlautert.

Fig. 5 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine zweite An-
schluss-Leiterplatte 1200 der zweiten optoelektronischen An-
ordnung 20. Die zweite Anschluss-Leiterplatte 1200 ersetzt
die erste Anschluss-Leiterplatte 200 der ersten optoelektro-
nischen Anordnung 10. Anstelle des elektrischen Verbinders
230 weist die zweite Anschluss-Leiterplatte 1200 eine erste
Lotkontaktflache 1210 und eine zweite Lotkontaktflache 1220
auf. Die erste Lotkontaktfldache 1210 ist elektrisch leitend
mit der ersten Gegenkontaktfldche 210 verbunden. Im darge-
stellten Beigpiel gehen die erste Lotkontaktfliache 1210 und
die erste Gegenkontaktflache 210 fladchig zusammenhdngend in-
einander lUber. Die zweite Lotkontaktflache 1220 ist elekt-
risch leitend mit der zweiten Gegenkontaktfldche 220 verbun-
den. Im dargestellten Beispiel gehen die zweite Lotkontakt-
fldche 1220 und die zweite Gegenkontaktflache 220 flachig zu-

sammenhdngend ineinander iber.
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Die erste Lotkontaktfldache 1210 und die zweite Lotkontaktfla-
che 1220 der zweiten Anschluss-Leiterplatte 1200 sind jeweils
zum Anldten von elektrischen Leitern vorgesehen. In Fig. 5
ist beispielhaft ein erster Leiter 1215 an der ersten Létkon-
taktfldche 1210 angeldtet. An der zweiten Ldtkontaktflache
1220 ist in der beispielhaften Darstellung ein zweiter Leiter
1225 angelotet.

Die zweite optoelektronische Anordnung 20 umfasst neben der
zweiten Anschluss-Leiterplatte 1200 die erste Komponenten-
Leiterplatte 100 der Fig. 1.

Fig. 6 zeigt eine schematische Aufsicht auf die zweite optoe-
lektronische Anordnung 20 in einem Zustand, in dem die erste
Komponenten-Leiterplatte 100 mittels des ersten Befestigungs-
mittels 300 mit der zweiten Anschluss-Leiterplatte 1200 ver-
bunden ist. Fig. 7 zeigt eine schematische Seitenansicht der
zwelten optoelektronischen Anordnung 20 mit der mit der ers-
ten Komponenten-Leiterplatte 100 verbundenen zweiten An-
schluss-Leiterplatte 1200. Die Oberflache 201 der zweiten An-
schluss-Leiterplatte 1200 der zweiten optoelektronischen An-
ordnung 20 ist der Oberflache 101 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 der zweiten optoelektronischen Anordnung 20
zugewandt. Die erste Gegenkontaktfladche 210 der zweiten An-
schluss-Leiterplatte 1200 wird gegen die erste elektrische
Kontaktflache 110 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 ge-
presst, sodass eine elektrisch leitende Verbindung zwischen
der ersten Gegenkontaktfldche 210 und der ersten elektrischen
Kontaktfldache 110 besteht. Die zweite Gegenkontaktflache 220
der zweiten Anschluss-Leiterplatte 1200 wird gegen die zweite
elektrische Kontaktfldche 120 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 gepresst, sodass eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen der zweiten Gegenkontaktflache 220 und
der zweiten elektrischen Kontaktfldche 120 besteht. Dadurch
kann bei der zweiten optoelektronischen Anordnung 20 der auf
der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 angeordnete optoe-
lektronische Halbleiterchip 130 {iber den mit der zweiten An-

schluss-Leiterplatte 1200 verbundenen ersten Leiter 1215 und
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den mit der zweiten Anschluss-Leiterplatte 1200 verbundenen

zwelten Leiter 1225 kontaktiert werden.

Figuren 8 und 9 zeigen schematische Darstellungen von Kompo-
nenten einer dritten optoelektronischen Anordnung 30. Die
dritte optoelektronische Anordnung 30 weist Ubereinstimmungen
mit der ersten optoelektronischen Anordnung 10 der Figuren 1
bis 4 auf. Komponenten der dritten optoelektronischen Anord-
nung 30, die bei der ersten optoelektronischen Anordnung 10
vorhandenen Komponenten entsprechen, sind in Figuren 8 und 9
mit denselben Bezugszeichen versehen wie in Figuren 1 bis 4
und werden nachfolgend nicht erneut detailliert erlautert.
Beschrieben werden lediglich die Unterschiede zwischen der
dritten optoelektronischen Anordnung 30 und der ersten optoe-

lektronischen Anordnung 10.

Fig. 8 zeigt eine Aufsicht auf eine zweite Komponenten-
Leiterplatte 2100 der dritten optoelektronischen Anordnung
30. Die zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 ersetzt die ers-
te Komponenten-Leiterplatte 100. Die zweite Komponenten-
Leiterplatte 2100 weist zusatzlich zur ersten elektrischen
Kontaktfldche 110 und zur zweiten elektrischen Kontaktflache
120 eine dritte elektrische Kontaktflache 2130 und eine vier-
te elektrische Kontaktflache 2140 auf. Die dritte elektrische
Kontaktflache 2130 und die vierte elektrische Kontaktflache
2140 sind, wie die erste elektrische Kontaktfldche 110 und
die zweite elektrische Kontaktfldche 120, an der Oberflache
101 der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 ausgebildet.
Die erste elektrische Kontaktfladche 110, die zweite elektri-
sche Kontaktfladche 120, die dritte elektrische Kontaktflache
2130 und die vierte elektrische Kontaktfldche 2140 der zwei-
ten Komponenten-Leiterplatte 2100 sind jeweils elektrisch ge-

geneinander isoliert.

Die zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 weist zusadtzlich zu
dem optoelektronischen Halbleiterchip 130 noch ein weiteres
Element 2160 auf, das an der Oberfldche 101 der zweiten Kom-

ponenten-Leiterplatte 2100 angeordnet ist. Das weitere Ele-
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ment 2160 ist elektrisch leitend mit der dritten elektrischen
Kontaktfldche 2130 und der vierten elektrischen Kontaktflache
2140 verbunden, sodass das weitere Element 2160 iiber die
dritte elektrische Kontaktflache 2130 und die vierte elektri-
sche Kontaktflache 2140 mit Strom und Spannung beaufschlagt
werden kann. Es ist auch moglich, den optoelektronischen
Halbleiterchip 130 und das weitere Element 2160 der zweiten
Komponenten-Leiterplatte 2100 so mit den elektrischen Kon-
taktflédchen 110, 120, 2130, 2140 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 zu verbinden, dass sich der optoelektroni-
sche Halbleiterchip 130 und das weitere Element 2160 der
zwelten Komponenten-Leiterplatte 2100 einen gemeinsamen Mas-
sekontakt teilen. In diesem Fall kann eine der elektrischen
Kontaktflachen 110, 120, 2130, 2140 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 entfallen oder flir andere Zwecke genutzt

werden.

Das weitere Element 2160 der zweiten Komponenten-Leiterplatte
2100 kann beispielsweise ein weiterer optoelektronischer
Halbleiterchip sein. Das weitere Element 2160 kann auch ein
Thermoelement oder ein NTC-Widerstand sein. In diesem Fall
kann das weitere Element 2160 dazu dienen, eine Temperatur am
Ort der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 zu lUberwachen,
beispielsweise eine Temperatur des optoelektronischen Halb-
leiterchips 130. Das weitere Element 2160 der zweiten Kompo-
nenten-Leiterplatte 2100 kann auch ein Element zur Hellig-
keitsmessung sein. In diesem Fall kann das weitere Element
2160 dazu dienen, eine Helligkeit einer durch den optoe-
lektronischen Halbleiterchip 130 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 emittierten elektromagnetischen Strahlung
zu messen. Das weitere Element 2160 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 kann auch ein Kodierelement sein, das bei-
spielsweise zur Kodierung eines Farborts, einer Helligkeit,
einer spektralen Verteilung oder eines Temperaturgangs des
optoelektronischen Halbleiterchips 130 der zweiten Komponen-
ten-Leiterplatte 2100 dient. Das das Kodierelement bildende
weitere Element 2160 kann dabei beispielsweise als Wider-

standsnetzwerk ausgebildet sein. Das weitere Element 2160 der
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zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 der dritten optoe-
lektronischen Anordnung 30 kann auch ein anderes aktives oder

passives Bauelement sein.

Die zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 weist einen Schlitz
2150 auf, der sich von einer Aulenkante der zweiten Komponen-
ten-Leiterplatte 2100 in die zweite Komponenten-Leiterplatte
2100 hinein erstreckt. Der Schlitz 2150 ist an der AuRenkante
der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 angeordnet, der die
elektrischen Kontaktfladchen 110, 120, 2130, 2140 der zweiten
Komponenten-Leiterplatte 2100 benachbart sind. Die erste e-
lektrische Kontaktflache 110 und die dritte elektrische Kon-
taktfldche 2130 der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100
sind im in Fig. 8 dargestellten BReispiel auf einer Seite des
Schlitzes 2150 angeordnet. Die zweite elektrische Kontaktfla-
che 120 und die vierte elektrische Kontaktflache 2140 sind im
in Fig. 8 gezeigten Beispiel auf der anderen Seite des
Schlitzes 2150 angeordnet. Der Schlitz 2150 der zweiten Kom-
ponenten-Leiterplatte 2100 erlaubt eine gewisse Verformung
der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100. Insbesondere er-
moglicht der Schlitz 2150 eine Variation des Abstandes zwi-
schen der ersten elektrischen Kontaktfldche 110 und der zwei-
ten elektrischen Kontaktfldche 120 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100, eine Variation des Abstands zwischen der
dritten elektrischen Kontaktfldche 2130 und der vierten e-
lektrischen Kontaktflache 2140 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 sowie eine Variation des Abstands zwischen
der ersten Bohrung 140 und der zweiten Bohrung 150 der zwei-
ten Komponenten-Leiterplatte 2100. Dadurch ermdglicht der
Schlitz 2150 der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 einen

Ausgleich thermischer Langenanderungen.

Fig. 9 zeigt eine Aufsicht auf eine dritte Anschluss-
Leiterplatte 2200 der dritten optoelektronischen Anordnung
30. Die dritte Anschluss-Leiterplatte 2200 ersetzt die erste
Anschluss-Leiterplatte 200. Die dritte Anschluss-Leiterplatte
2200 weist zusatzlich zur ersten Gegenkontaktfldche 210 und

zur zweiten Gegenkontaktflache 220 eine dritte Gegenkontakt-
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flache 2230 und eine vierte Gegenkontaktfldche 2240 auf. Die
einzelnen Gegenkontaktflachen 210, 220, 2230, 2240 der drit-
ten Anschluss-Leiterplatte 2200 sind Jjeweils elektrisch ge-
geneinander isoliert. Dritte elektrische Anschlusselemente
2230 des elektrischen Verbinders 230 der dritten Anschluss-
Leiterplatte 2200 sind elektrisch leitend mit der dritten Ge
genkontaktfldche 2230 verbunden, beispielsweise iiber Lotver-
bindungen. Vierte elektrische Anschlusselemente 2234 des
elektrischen Verbinders 230 der dritten Anschluss-
Leiterplatte 2200 sind elektrisch leitend mit der vierten Ge
genkontaktfldche 2240 verbunden, beispielsweise an der vier-
ten Gegenkontaktflache 2240 angeldtet. Somit stellt der
elektrische Verbinder 230 der dritten Anschluss-Leiterplatte
2200 elektrisch leitende Verbindungen zur ersten Gegenkon-
taktfldche 210, zur zweiten Gegenkontaktfladche 220, zur drit
ten Gegenkontaktflache 2230 und zur vierten Gegenkontaktfla-
che 2240 der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 bereit.

Die dritte Anschluss-Leiterplatte 2200 weist einen Schlitz
2250 auf, der sich wvon einer AuRBenkante der dritten An-
schluss-Leiterplatte 2200 in die dritte Anschluss-
Leiterplatte 2200 hinein erstreckt. Der Schlitz 2250 ist an
jener AuBenkante der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 an-
geordnet, der die Gegenkontaktfladchen 210, 220, 2230, 2240
der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 benachbart sind. Der
Schlitz 2250 erstreckt sich dabei zwischen der ersten Gegen-
kontaktfldche 210 und der zweiten Gegenkontaktflache 220, so
wie zwischen der dritten Gegenkontaktfldche 2230 und der
vierten Gegenkontaktflache 2240. Der Schlitz 2250 ermdglicht
eine gewisse Verformung der dritten Anschluss-Leiterplatte
2200. Dadurch wird eine Variation des Abstands zwischen der
ersten Gegenkontaktfldache 210 und der dritten Gegenkontakt-
flache 2230 auf der einen Seite und der zweiten Gegenkontakt
flache 220 und der vierten Gegenkontaktflidche 2240 der drit-
ten Anschluss-Leiterplatte 2200 auf der anderen Seite ermdg-
licht. AuBerdem ermdglicht der Schlitz 2250 eine Variation

des Abstands zwischen der ersten Bohrung 240 und der zweiten
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Bohrung 250 der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200. Dies er-

laubt einen Ausgleich einer thermischen Langenanderung.

Werden die zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 und die drit-
te Anschluss-Leiterplatte 2200 der dritten optoelektronischen
Anordnung 30 miteinander verbunden, so ist die Oberfldche 110
der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 der Oberfldche 201
der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 zugewandt. Die erste
Gegenkontaktflache 210 der dritten Anschluss-Leiterplatte
2200 wird gegen die erste elektrische Kontaktfldche 110 der
zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 gepresst, sodass eine
elektrisch leitende Verbindung zwischen der ersten Gegenkon-
taktfldche 210 und der ersten elektrischen Kontaktfldche 110
besteht. Entsprechend werden die zweite Gegenkontaktflache
220 gegen die zweite elektrische Kontaktflache 120, die drit-
te Gegenkontaktflache 2230 gegen die dritte elektrische Kon-
taktfldche 2130 und die vierte Gegenkontaktfldche 2240 gegen
die vierte elektrische Kontaktfldche 2140 gepresst, sodass
elektrisch leitende Verbindungen zwischen der zweiten Gegen-
kontaktflache 220 und der zweiten elektrischen Kontaktflache
120, zwischen der dritten Gegenkontaktfldche 2230 und der
dritten elektrischen Kontaktfldche 2130 sowie zwischen der
vierten Gegenkontaktfldche 2240 und der vierten elektrischen
Kontaktflache 2140 bestehen. Wiederum koénnen die elektrischen
Kontaktflachen 110, 120, 2130, 2140 und/oder die Gegenkon-
taktflachen 210, 220, 2230, 2240 ein duktiles Material auf-
weisen, das durch Verformung einen Ausgleich gewisser HOhen-

unterschiede ermdglicht.

Falls eine der elektrischen Kontaktfladchen 110, 120, 2130,
2140 der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 der dritten
optoelektronischen Anordnung 30 entfallt, so kann auch die
entsprechende Gegenkontaktflache 210, 220, 2230, 2240 der
dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 der dritten optoelektro-
nischen Anordnung 30 entfallen. Es ist auch mdglich, die
zwelte Komponenten-Leiterplatte 2100 mit mehr als vier elekt-
rischen Kontaktflachen 110, 120, 2130, 2140 auszubilden. In

diesem Fall sollte auch die dritte Anschluss-Leiterplatte
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2200 eine entsprechend groélere Anzahl an Gegenkontaktfldchen
210, 220, 2230, 2240 aufweisen.

Die zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 und die dritte An-
schluss-Leiterplatte 2200 der dritten optoelektronischen An-
ordnung 300 kdnnen voneinander abweichende thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten aufweisen. In diesem Fall dehnen sich die
zweite Komponenten-Leiterplatte 2100 und die dritte An-
schluss-Leiterplatte 2200 im Fall einer Erwarmung in laterale
Richtung unterschiedlich stark aus. Die unterschiedlich star-
ke thermische Ausdehnung der zweiten Komponenten-Leiterplatte
2100 und der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 kann durch
den in der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 angeordneten
Schlitz 2150 und/oder den in der dritten Anschluss-
Leiterplatte 2200 angeordneten Schlitz 2250 ausgeglichen wer-
den. Dadurch wird auch im Falle unterschiedlich starker ther-
mischer Ausdehnungen der zweiten Komponenten-Leiterplatte
2100 und der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 eine zuver-
lédssige elektrische Verbindung zwischen den elektrischen Kon-
taktflédchen 110, 120, 2130, 2140 der zweiten Komponenten-
Leiterplatte 2100 und den Gegenkontaktfldchen 210, 220, 2230,
2240 der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 sichergestellt
und eine Beschadigung der zweiten Komponenten-Leiterplatte
2100 und der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 verhindert.
Einer der Schlitze 2150, 2250 kann auch entfallen. Anstelle
der Schlitze 2150, 2250 kdénnten die zweite Komponenten-
Leiterplatte 2100 und die dritte Anschluss-Leiterplatte 2200
der dritten optoelektronischen Anordnung 30 auch Langlécher
aufweisen, die nicht zu den AuBenkanten der zweiten Komponen-
ten-Leiterplatte 2100 und der dritten Anschluss-Leiterplatte
2200 gedffnet sind. Auch solche Langldcher erlauben eine ge-

wisse Verformung der Leiterplatten 2100, 2200.

Bei Erwarmung dehnen sich die zweite Komponenten-Leiterplatte
2100 und die dritte Anschluss-Leiterplatte 2200 der dritten

optoelektronischen Anordnung 30 auch in Richtung senkrecht zu
den Ebenen der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 und der

dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 aus. Die erste Schraube
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310 und die zweite Schraube 320 des ersten Befestigungsmit-
tels 300 der dritten optoelektronischen Anordnung 30 kdnnen
aus einem Material ausgebildet sein, das einen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der auf die thermischen
Ausdehnungskoeffizienten der zweiten Komponenten-Leiterplatte
2100 und der dritten Anschluss-Leiterplatte 2200 abgestimmt
ist, beispielsweise zwischen dem thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten der zweiten Komponenten-Leiterplatte 2100 und dem
thermischen Ausdehnungskoeffizienten der dritten Anschluss-
Leiterplatte 2200 liegt. Dadurch erfahren auch die Schrauben
310, 320 des ersten Befestigungsmittels 300 im Falle einer
Erwdrmung eine Langenanderung, durch die die thermische Aus-
dehnung der Leiterplatten 2100, 2200 der dritten optoelektro-

nischen Anordnung 30 ausgeglichen bzw. beriicksichtigt wird.

Fig. 10 zeigt eine schematische Seitenansicht einer vierten
optoelektronischen Anordnung 40. Die vierte optoelektronische
Anordnung 40 weist Ubereinstimmungen mit der ersten optoe-
lektronischen Anordnung 10 der Figuren 1 bis 4 auf. Komponen-
ten der vierten optoelektronischen Anordnung, die bei der
ersten optoelektronischen Anordnung 10 vorhandenen Komponen-
ten entsprechen, sind in Fig. 10 mit denselben Bezugszeichen
versehen wie in Figuren 1 bis 4 und werden nachfolgend nicht
erneut detailliert beschrieben. Erldutert werden im Folgenden
lediglich die Unterschiede zwischen der vierten optoelektro-
nischen Anordnung 40 und der ersten optoelektronischen Anord-

nung 10.

Die vierte optoelektronische Anordnung 40 weist ein zweites
Befestigungsmittel 4300 auf, das das erste Befestigungsmittel
300 ersetzt. Das zweite BRefestigungsmittel 4300 dient dazu,
die erste Komponenten-Leiterplatte 100 und die erste An-
schluss-Leiterplatte 200 der vierten optoelektronischen An-
ordnung 40 aneinander zu befestigen. Das zweite Befestigungs-
mittel 4300 weist, wie das erste Befestigungsmittel 300, eine
erste Schraube 310 und eine zweite Schraube 320 auf. Aulerdem
weist das zweite Befestigungsmittel 4300 pro Schraube 310,

320 jeweils ein erstes federndes Element 4310 und ein zweites



10

15

20

25

30

35

WO 2014/202291 26 PCT/EP2014/059968

federndes Element 4320 auf. Die federnden Elemente 4310, 4320
weisen ein elektrisch nachgiebiges Material auf. Bevorzugt
weisen die federnden Elemente 4310, 4320 aubBerdem ein elekt-
risch isolierendes Material auf. Die federnden Elemente 4310,
4320 sind jeweils ringformig ausgebildet. Die erste Schraube
310 und die zweite Schraube 320 erstrecken sich jeweils durch
das ihnen zugeordnete erste federnde Element 4310 und das ih-
nen zugeordnete zweite federnde Element 4320. Die erste Kom-
ponenten-Leiterplatte 100 und die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 der vierten optoelektronischen Anordnung 40
sind zwischen den beiden ersten federnden Elementen 4310 und
den beiden zweiten federnden Elementen 4320 des zweiten BRe-
festigungsmittels 4300 angeordnet. Die elastisch nachgebenden
federnden Elemente 4310, 4320 dienen dazu, eine thermische
Langenanderung der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 und
der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 der vierten optoe-
lektronischen Anordnung 40 auszugleichen. In einer verein-
fachten Variante des zweiten Befestigungsmittels 4300 kdnnen
entweder die ersten federnden Elemente 4310 oder die zweiten
federnden Elemente 4320 entfallen.

Selbstverstandlich koénnte das zweite Befestigungsmittel 4300
auch bei der zweiten optoelektronischen Anordnung 20 oder der

dritten optoelektronischen Anordnung 30 Verwendung finden.

Fig. 11 zeigt eine schematische Seitenansicht einer finften
optoelektronischen Anordnung 50. Die filinfte optoelektronische
Anordnung 50 weist Ubereinstimmungen mit der ersten optoe-
lektronischen Anordnung 10 der Figuren 1 bis 4 auf. Komponen-
ten der flinften optoelektronischen Anordnung 50, die bei der
ersten optoelektronischen Anordnung 10 vorhandenen Komponen-
ten entsprechen, sind in Fig. 11 mit denselben Bezugszeichen
versehen wie in Figuren 1 bis 4 und werden nachfolgend nicht
erneut detailliert beschrieben. Im Folgenden werden lediglich
die Unterschiede zwischen der finften optoelektronischen An-
ordnung 50 und der ersten optoelektronischen Anordnung 10 er-

lautert.
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Die flinfte optoelektronische Anordnung 50 weist ein drittes
Befestigungsmittel 5300 auf, das das erste Befestigungsmittel
300 der ersten optoelektronischen Anordnung 10 ersetzt. Das
dritte Befestigungsmittel 5300 umfasst, wie das erste Befes-
tigungsmittel 300, eine erste Schraube 310 und eine zweite
Schraube 320, die dazu dienen, die erste Komponenten-
Leiterplatte 100 und die erste Anschluss-Leiterplatte 200 der
fiinften optoelektronischen Anordnung 50 miteinander zu ver-
binden. Zusatzlich umfasst das dritte Befestigungsmittel 5300
ein elektrisch leitendes Element 5310. Das elektrisch leiten-
de Element 5310 ist zwischen der Oberflache 101 der ersten
Komponenten-Leiterplatte 100 und der Oberfldche 201 der ers-
ten Anschluss-Leiterplatte 200 angeordnet und dient dazu,
thermische Langenanderungen, insbesondere thermische Dicken-
anderungen, der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 und der
ersten Anschluss-Leiterplatte 200 der flinften optoelektroni-
schen Anordnung 50 auszugleichen. Hierzu ist das elektrisch

leitende Element 5310 elastisch nachgiebig ausgebildet.

Das elektrisch leitende Element 5310 weist Offnungen auf,
durch die sich die erste Schraube 310 und die zweite Schraube

320 des dritten Befestigungsmittels 5300 erstrecken.

Das elektrisch leitende Element 5310 weist zweil elektrisch
gegeneinander isolierte Abschnitte auf. Die beiden Abschnitte
des elektrisch leitenden Elements 5310 koénnen auch korperlich
voneinander getrennt sein. Der erste Abschnitt des elektrisch
leitenden Elements 5310 ist zwischen der ersten elektrischen
Kontaktflache 110 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 und
der ersten Gegenkontaktfladche 210 der ersten Anschluss-
Leiterplatte 200 angeordnet. Der zweite Abschnitt des elekt-
risch leitenden Elements 5310 ist zwischen der zweiten elekt-
rischen Kontaktfldche 120 der ersten Komponenten-Leiterplatte
100 und der zweiten Gegenkontaktfldche 220 der ersten An-
schluss-Leiterplatte 200 angeordnet. Die Abschnitte des e-
lektrisch leitenden Elements 5310 stellen dabei jeweils e-
lektrisch leitende Verbindungen zwischen den elektrischen

Kontaktflachen 110, 120 der ersten Komponenten-Leiterplatte
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100 und den zugehdrigen Gegenkontaktflachen 210, 220 der ers-
ten Anschluss-Leiterplatte 200 her.

Es ist auch mdéglich, das elektrisch leitende Element 5310
nicht mit zwei voneinander getrennten Abschnitten auszubil-
den. In diesem Fall ist das elektrisch leitende Element 5310
einstlickig ausgebildet. Das elektrisch leitende Element 5310
weist dann eine isotrope elektrische Leitfahigkeit auf, durch
die sichergestellt ist, dass trotz des einstiickig zusammen-
hangenden elektrisch leitenden Elements 5310 elektrisch lei-
tende Verbindungen nur jeweils zwischen der ersten elektri-
schen Kontaktfldche 110 und der ersten Gegenkontaktfldche 210
sowie der zweiten elektrischen Kontaktflache 120 und der
zweiten Gegenkontaktfldche 220 bestehen. Das elektrisch lei-
tende Element 5310 kann hierfiir beispielsweise in ein weiches
Kunststoffmaterial eingebettete vertikale leitfahige Elemente
(Vias) aus Metall oder anderem leitenden Material wie Kohle

oder Graphit aufweisen.

Das dritte Befestigungsmittel 5300 der finften optoelektroni-
schen Anordnung 50 kann auch bei der zweiten optoelektroni-
schen Anordnung 20 oder der dritten optoelektronischen Anord-

nung 30 eingesetzt werden.

Fig. 12 zeigt eine schematische Seitenansicht einer sechsten
optoelektronischen Anordnung 60. Die sechste optoelektroni-

sche Anordnung 60 weist Ubereinstimmungen mit der ersten op-
toelektronischen Anordnung 10 der Figuren 1 bis 4 auf. Kompo-
nenten der sechsten optoelektronischen Anordnung 60, die bei
der ersten optoelektronischen Anordnung 10 vorhandenen Kompo-
nenten entsprechen, sind in Fig. 12 mit denselben BRezugszei-
chen versehen wie in Figuren 1 bis 4 und werden nachfolgend

nicht erneut detailliert beschrieben. Im Folgenden werden le-
diglich die Unterschiede zwischen der sechsten optoelektroni-
schen Anordnung 60 und der ersten optoelektronischen Anord-

nung 10 erlautert.
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Die sechste optoelektronische Anordnung 60 weist ein viertes
Befestigungsmittel 6300 auf, das das erste Befestigungsmittel
300 ersetzt und dazu vorgesehen ist, die erste Komponenten-
Leiterplatte 100 mit der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
der sechsten optoelektronischen Anordnung 60 zu verbinden.
Das vierte Befestigungsmittel 6300 ist als Klemmverbindung
ausgebildet und umfasst eine erste Klemmbacke 6310 und eine
zweite Klemmbacke 6320. Die erste Komponenten-Leiterplatte
100 und die erste Anschluss-Leiterplatte 200 der sechsten op-
toelektronischen Anordnung 60 werden zwischen der ersten
Klemmbacke 6310 und der zweiten Klemmbacke 6320 des vierten
Befestigungsmittels 6300 gehalten und durch die Klemmbacken
6310, 6320 gegeneinander gepresst. Bevorzugt werden die erste
Komponenten-Leiterplatte 100 und die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 durch die Klemmbacken 6310, 6320 des vierten
Befestigungsmittels 6300 federnd nachgiebig aneinanderge-
driickt, sodass thermische Dickendnderungen der ersten Kompo-
nenten-Leiterplatte 100 und der ersten Anschluss-Leiterplatte

200 ausgeglichen werden kodnnen.

Die erste Bohrung 140 und die zweite Bohrung 150 der ersten

Komponenten-Leiterplatte 100 sowie die erste Bohrung 240 und
die zweite Bohrung 250 der ersten Anschluss-Leiterplatte 200
kénnen bei der sechsten optoelektronischen Anordnung 60 ent-
fallen.

Das vierte Befestigungsmittel 6300 der sechsten optoelektro-
nischen Anordnung 60 kann auch bei der zweiten optoelektroni-
schen Anordnung 20 und bei der dritten optoelektronischen An-

ordnung 30 eingesetzt werden.

Anstelle des vierten Befestigungsmittels 6300 kénnten die
erste Komponenten-Leiterplatte 100 und die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 der sechsten optoelektronischen Anordnung 60
auch durch ein anderes Befestigungsmittel oder eine andere
Befestigungsmethode miteinander verbunden sein. Beispielswei-
se kénnten die erste Komponenten-Leiterplatte 100 und die

erste Anschluss-Leiterplatte 200 durch Niedertemperaturloten,
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durch Kleben, durch Silbersintern, durch Aufschrumpfen eines
Schrumpfschlauchs, durch Nieten, durch Verstemmen, durch
Crimpen, durch eutektisches Bonden, durch Ummolden mit einem
Kunststoff oder mittels einer Steckpressfassung miteinander
verbunden sein. Ein entsprechendes Befestigungsmittel oder
eine entsprechende Befestigungsmethode kann auch bei der
zwelten optoelektronischen Anordnung 20 und bei der dritten

optoelektronischen Anordnung 30 zum Einsatz kommen.

Fig. 13 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine vierte An-
schluss-Leiterplatte 3200 einer siebten optoelektronischen
Anordnung 70. Die siebte optoelektronische Anordnung 70 weist
Ubereinstimmungen mit der ersten optoelektronischen Anordnung
10 auf. Komponenten der siebten optoelektronischen Anordnung
70, die bei der ersten optoelektronischen Anordnung 10 vor-
handenen Komponenten entsprechen, sind in Fig. 13 mit densel-
ben Bezugszeichen versehen wie in Figuren 1 bis 4 und werden
nachfolgend nicht erneut detailliert beschrieben. Im Folgen-
den werden lediglich die Unterschiede zwischen der siebten
optoelektronischen Anordnung 70 und der ersten optoelektroni-

schen Anordnung 10 dargestellt.

Die vierte Anschluss-Leiterplatte 3200 der siebten optoe-
lektronischen Anordnung 70 ersetzt die erste Anschluss-
Leiterplatte 200 der ersten optoelektronischen Anordnung 10.
Neben den auch bei der ersten Anschluss-Leiterplatte 200 vor-
handenen Komponenten ist an der Oberfldche 201 der vierten
Anschluss-Leiterplatte 3200 ein weiteres Element 3210 ange-
ordnet. Das weitere Element 3210 ist mit dritten elektrischen
Anschlusselementen 3233 des elektrischen Verbinders 230 der
vierten Anschluss-Leiterplatte 3200 verbunden und kann da-
durch iUber den elektrischen Verbinder 230 elektrisch kontak-

tiert werden.

Das weitere Element 3210 der vierten Anschluss-Leiterplatte
3200 kann als Ansteuerungselektronik zum Ansteuern des optoe-
lektronischen Halbleiterchips 130 der ersten Komponenten-

Leiterplatte 100 der siebten optoelektronischen Anordnung 70,
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als Schutzschaltung zum Schutz des optoelektronischen Halb-
leiterchips 130 der ersten Komponenten-Leiterplatte 100 der
siebten optoelektronischen Anordnung 70, als Uberwachungs-
schaltung zur elektrischen oder thermischen Uberwachung des
optoelektronischen Halbleiterchips 30 der ersten Komponenten-
Leiterplatte 100 der siebten optoelektronischen Anordnung 70,
als Monitorschaltung zum Aufzeichnen einer Historie des op-
toelektronischen Halbleiterchips 130 oder als Kodierelement
zur Kodierung beispielsweise eines Farborts, einer Hellig-
keit, einer spektralen Verteilung oder eines Temperaturgangs
des optoelektronischen Halbleiterchips 130 der ersten Kompo-
nenten-Leiterplatte 100 der siebten optoelektronischen Anord-
nung 70 ausgebildet sein. Falls das weitere Element 3210 der
vierten Anschluss-Leiterplatte 3200 als Monitorschaltung aus-
gebildet ist, so kann das weitere Element 3210 beispielsweise
zur Aufzeichnung einer Betriebsstundenanzahl des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 130 oder zur Aufzeichnung eines Tem-

peraturgangs dienen.

Auch die zweite Anschluss-Leiterplatte 1200 der Fig. 5 und
die dritte Anschluss-Leiterplatte 2200 der Fig. 9 konnen, wie
die vierte Anschluss-Leiterplatte 3200, mit einem weiteren

Element 3210 ausgestattet werden.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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Patentanspriiche

Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)
mit einer ersten Leiterplatte (100, 2100) und einer zwei-
ten Leiterplatte (200, 1200, 2200, 3200),

wobei auf der ersten Leiterplatte (100, 2100) ein optoe-
lektronischer Halbleiterchip (130) angeordnet ist,

wobei an einer Oberfliache (101) der ersten Leiterplatte
(100, 2100) eine erste elektrische Kontaktfldche (110)
und eine zweite elektrische Kontaktflache (120) ausgebil-
det sind,

wobei an einer Oberfliache (201) der zweiten Leiterplatte
(200, 1200, 2200, 3200) eine erste Gegenkontaktfléche
(210) und eine zweite Gegenkontaktfliche (220) ausgebil-
det sind,

wobei die erste Leiterplatte (100, 2100) und die zweite
Leiterplatte (200, 1200, 2200, 3200) dazu vorgesehen
sind, so miteinander wverbunden zu werden,

dass die Oberfldche (101) der ersten Leiterplatte (100,
2100) der Oberflache (201) der zweiten Leiterplatte (200,
1200, 2200, 3200) zugewandt,

die erste Gegenkontaktflache (210) elektrisch leitend mit
der ersten Kontaktfldche (110) und die zweite Gegenkon-
taktfldche (220) elektrisch leitend mit der zweiten Kon-
taktfldche (120) verbunden ist.

Optoelektronische Anordnung (10, 30, 40, 50, 60, 70) ge-
mal Anspruch 1,

wobei die zweite Leiterplatte (200, 2200, 3200) einen e-
lektrischen Verbinder (230) aufweist,

wobei ein elektrisches Anschlusselement (231) des elekt-
rischen Verbinders (230) elektrisch leitend mit der ers-

ten Gegenkontaktflache (210) verbunden ist.

Optoelektronische Anordnung (10, 30, 40, 50, 60, 70) ge-
malk Anspruch 2,

wobeili der elektrische Verbinder (230) als Steckverbinder,
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als Schneidklemme, als Schraubkontakt oder als Lotpfosten

ausgebildet ist.

Optoelektronische Anordnung (20) gemal Anspruch 1,

wobei die zweite Leiterplatte (1200) eine erste Lotkon-
taktflache (1210) aufweist, die elektrisch leitend mit
der ersten Gegenkontaktfldche (210) verbunden ist,

und eine zweite Lotkontaktflache (1220) aufweist, die e-
lektrisch leitend mit der zweiten Gegenkontaktflédche
(220) verbunden ist.

Optoelektronische Anordnung (40, 50, 60) gemal einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei die erste Leiterplatte (100) und die zweite Leiter-
platte (200) dazu vorgesehen sind, mittels eines federnd
nachgiebigen Befestigungsmittels (4300, 5300, 6300) mit-

einander verbunden zu werden.

Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 70) ge-
mal einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die erste Leiterplatte (100, 2100) und die zweite
Leiterplatte (200, 1200, 2200, 3200) dazu vorgesehen
sind, mittels einer Schraubverbindung (300, 4300, 5300)

miteinander verbunden zu werden.

Optoelektronische Anordnung (60) gemall einem der Anspri-
che 1 bis b,

wobei die erste Leiterplatte (100) und die zweite Leiter-
platte (200) dazu vorgesehen sind, mittels einer Klemm-

verbindung (6300) miteinander verbunden zu werden.

Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 60, 70) ge-
mal einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die erste elektrische Gegenkontaktfldche (210) ge-
gen die erste elektrische Kontaktfldche (110) gedrickt
wird und die zweite elektrische Gegenkontaktfldche (220)
gegen die zweite elektrische Kontaktflache (120) gedriickt
wird, wenn die zweite Leiterplatte (200, 1200, 2200,
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11

12

36

3200) und die erste Leiterplatte (100, 2100) miteinander

verbunden sind.

Optoelektronische Anordnung (50) gemall einem der Anspri-
che 1 bis 7,

wobei die optoelektronische Anordnung (50) ein elektrisch
leitendes Element (5310) umfasst, das dazu vorgesehen
ist, zwischen der ersten Gegenkontaktfldche (210) und der
ersten Kontaktflache (110) und/oder zwischen der zweiten
Gegenkontaktfldche (220) und der zweiten Kontaktflache
(120) angeordnet zu sein, wenn die zwelite Leiterplatte
(200) und die erste Leiterplatte (100) miteinander ver-

bunden sind.

.Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)

gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeli die erste Kontaktfldche (110), die zweite Kontakt-
flache (120), die erste Gegenkontaktflache (210) und/oder
die zweite Gegenkontaktfliche (220) ein duktiles Material

aufweisen.

.Optoelektronische Anordnung (30) gemdl einem der vorher-

gehenden Anspriiche,

wobei die erste Leiterplatte (2100) einen zwischen der
ersten Kontaktflache (110) und der zweiten Kontaktflache
(120) angeordneten Schlitz (2150) aufweist

und/oder die zweite Leiterplatte (2200) einen zwischen
der ersten Gegenkontaktfldche (210) und der zweiten Ge-
genkontaktflache (220) angeordneten Schlitz (2250) auf-

weist.

.Optoelektronische Anordnung (30) gemdl einem der vorher-

gehenden Anspriiche,

wobei die erste Leiterplatte (2100) eine dritte elektri-
sche Kontaktflache (2130) aufweist,

wobei die zweite Leiterplatte (2200) eine dritte elektri-
sche Gegenkontaktflache (2230) aufweist,

wobei die erste Leiterplatte (2100) und die zweite Lei-
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17

18
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terplatte (2200) dazu vorgesehen sind, so miteinander
verbunden zu werden, dass die dritte Gegenkontaktflédche
(2230) elektrisch leitend mit der dritten Kontaktflache
(2130) verbunden ist.

.Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)

gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die erste Leiterplatte (100, 2100) als Metallkern-
Leiterplatte ausgebildet ist.

.Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)

gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die zweite Leiterplatte (200, 1200, 2200, 3200) als
FR4-Leiterplatte ausgebildet ist.

.Optoelektronische Anordnung (30) gemdl einem der vorher-

gehenden Anspriiche,

wobei auf der ersten Leiterplatte (2100) ein weiteres E-
lement (2160) angeordnet ist, das als Thermoelement, als
NTC-Widerstand, als Element zur Helligkeitsmessung, als
Kodierelement oder als weiterer optoelektronischer Halb-

leiterchip ausgebildet ist.

Optoelektronische Anordnung (30) gemal Anspriichen 12 und
15,

wobei die dritte elektrische Kontaktflache (2130) elekt-
risch leitend mit dem weiteren Element (2160) verbunden

ist.

.Optoelektronische Anordnung (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)

gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die erste elektrische Kontaktflache (110) und die
zwelite elektrische Kontaktfldche (120) elektrisch leitend
mit dem optoelektronischen Halbleiterchip (130) verbunden

sind.

.Optoelektronische Anordnung (70) gemadl einem der vorher-

gehenden Anspriiche,
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wobei auf der zweiten Leiterplatte (3200) ein weiteres
Element (3210) angeordnet ist, das als Ansteuerungselekt-
ronik zum Ansteuern des optoelektronischen Halbleiter-
chips (130), als Schutzschaltung zum Schutz des optoe-
lektronischen Halbleiterchips (130), als Uberwachungs-
schaltung zur elektrischen oder thermischen Uberwachung
des optoelektronischen Halbleiterchips (130), als Moni-
torschaltung zum Aufzeichnen einer Historie des optoe-
lektronischen Halbleiterchips (130) und/oder als Kodier-

element ausgebildet ist.
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